
Aufbautechnologien und Packaging  Embedded Wafer-Level und Leiterplatten Packaging im Vormarsch
 

Aufbautechnologien und Packaging Embedded Wafer-Level und
Leiterplatten Packaging im Vormarsch

  

Während die SMT in Nürnberg mit über 20?000 Besuchern ihren gewohnten Gang ging, lief am 2. Messetag im Kongresszentrum eine
vielbeachtete Tagung zum Thema Packaging auf Waferebene. Unter Leitung von Prof. Lang, IZM Berlin, der auch als Vorsitzender der
Programmkommission für die Auswahl der hervorragenden Referenten verantwortlich zeichnete, wurde ein ausführliches Bild von der
Gegenwart und Zukunft der Systemintegration aufgezeigt.Thorsten Meyer von Intel zeigte hier am Beispiel der mobilen Kommunikation den
Weg der Aufbau- und Verbindungstechnologie auf. Vor allem der Trend zu Smartphones ist ein wichtiger Treiber. Bereits heute liegt der Anteil
von Smartphone Betreibern in Europa deutlich über 20 % und in den USA bei über 40 %. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 
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